
Product Overview
MSPM0 MCU：更多選項，無限可能

選擇正確的微控制器不需太複雜
無論您是選擇 MCU 來解決新的設計難題、決定跨新產品平台使用的最佳可擴充 MCU 系列，或是重新設計現有系
統來改善永續供應並降低成本，TI 的 MSPM0 (Arm®Cortex®-M0+ MCU) 產品組合專爲您打造。MSPM0 不只是微
控制器本身而已。它將提供更多系統成本最佳化、可重複使用的更多程式碼，以及更快速的開發，即使您不是 
MCU 專家。MSPM0 可讓您專注於真正重要的事情：區分您自己的產品和最終用戶體驗。

憑藉二十多年的專業技術設計出 TI 的 MSPM0 產品組合，在涵蓋的 500 多種 MCU 產品中實現最佳類比和低功耗
性能，簡化成本最佳化、符合未來需求及平台移植的艱辛工作，使您能夠專注於產品特色的差異化，而不是只有
了解 MCU 而已。

利用更多選項在可廣泛擴充的產品組合中利用 130 種以上具最佳成本效益的裝置，搭配業界最周全的類比選項，
探索可使用 MSPM0 MCU 快速建立的無限可能。以採用多重來源的 300-mm 晶圓製造策略打造，而該策略運用
了 TI 在低功耗嵌入式快閃記憶體內部製造產能方面領先業界的投資，以及業界最小的引線封裝，如此優越條件
下，您還能到哪裡找下一個 MCU 呢。

可廣泛擴充
• 兩種軟體相容運算效能 (32 MHz 和 80 MHz)
• 針腳對針腳相容於八個引線與無引線封裝選項
• 可擴充類比範圍可從基本 ADC 到具運算放大器、比較器和 DAC 的雙 ADC

成本最佳化
• 採用 TI 的內部 65 奈米製程技術打造，因成本與功耗最低
• 業界最小的引線 16、20 和 28 針腳封裝 (在一半空間加倍針腳數量)
• 零漂移截波穩定型整合式運算放大器可縮減物料清單

使用方便
• 周邊設備、時脈、類比模組、針腳多工器與安全防護的完整圖形配置
• 提供超過 200 個程式碼範例的業界最佳化軟體驅動程式庫
• 程式庫定址診斷、馬達控制、安全開機、有線通訊及其它

MSPM0G350x Analog MCUs with CAN-FD

Dual ADCs & op-amps, 3 comparators, DAC

MSPM0G310x MCUs with CAN-FD 

Dual ADCs

MSPM0G150x Analog MCUs
Dual ADCs & op-amps, 3 comparators, DAC

MSPM0G110x MCUs
Dual ADCs

MSPM0L13xx Analog MCUs
ADC, dual op-amps (optional TIA), comparator

MSPM0L110x MCUs

ADC

80MHz

G-series

32MHz

L-series

平臺功能
• 強大的 Arm Cortex-M0+ 32 位元處理器
• 廣泛的 1.62 至 3.6-V 供電 (1.8 或 3.6 V，公差 10%)
• 最高 -40° 至 125°C 操作溫度範圍
• 具完整 SRAM 保留功能的彈性 1-μA 32-kHz 待機模式
• 高達 1% 準確的晶片內建高頻振盪器
• 提供容限 5-V 開漏與 20-mA 高驅動 I/O
• 在低於 4.5 μs 時從待機狀態喚醒 32-MHz 快速時鐘
• 11.2 來自 SAR ADC 的有效位元數
• MCU 中的業界首款零漂移截波穩定型運算放大器
• 快閃記憶體和 SRAM 上的可用 ECC
• 具有靈活裝置安全模式的安全開機功能

www.ti.com 選擇正確的微控制器不需太複雜
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MCU 基礎：以最低成本做出更大成效
在嵌入式系統中，MCU 有三項核心責任：必須準確、可靠地測量真實世界、處理量測資料以做出重要決策，並以
輸出模組或通訊介面做出決策。整合式電路的關鍵功能結合，讓裝置選擇更具挑戰性。選擇能兼顧全部三個層面
的 MCU 通常會在可擴展性、成本或易用性方面帶來負面取捨。TI 的可擴展、最佳成本效益和 簡單易用的 
MSPM0 MCU 產品組合的最大重點在於不犧牲品質的情況下，以更出色的效能完成 MCU 的全部三個核心任務，
進而達到無限可能的宗旨。

MSPM0 Microcontroller

Process and 

decide

Get started with 

simple, accurate 

sensing

Sense and 

measure

Take

action

Build with the 

industry’s most 

optimized software.

Leverage

flexible outputs 

and interfaces.

Voltages and currents

Frequencies and speeds

Temperatures

User interfaces

Wired communications

PWMs and clocks

Voltages

LEDs

MSPM0 MCU Platform

Broadly scalable, cost optimized, simple to use

MCU 應用需求也會隨時間演進。新專案通常需要變更以協助降低成本、增加新功能，或改善供應連續性。
MSPM0 具有廣泛的可擴展性，讓工程師藉由再利用硬體和軟體，從起點一路順利邁向目的地，無論目的地需要較
低成本的裝置或較高效能的裝置。MSPM0 是專為針腳至針腳相容性和軟體相容性而開發，不僅能讓設計人員擴展
快閃記憶體選項，也能涵蓋範圍最廣的類比周邊設備、數位周邊設備和運算效能。

更多選項。 無限的可能性。

Dual ADCs

Comparators

Chopper op-amps

DACs

Arm Cortex-M0+

Up to 80MHz 

 

DIV/SQRT/MAC/

CORDIC Accelerator

SRAM

ROM

DMA

Event fabric

Flash memory

UARTs (LIN)

I2Cs

SPIs

CAN-FD

Timers

WWDTs

CRC

GPIOsHF and LF

internal oscillators

Bootloader

AES 256 + TRNG

Real time clock

Voltage reference

Temperature sensor

Serial wire debug

MSPM0 Microcontroller 1.62 – 3.6V, -40 to 125C

HF and LF 

crystal oscillators

Phase lock loop

電器設備：實作從簡易感測器及使用者介面模組到 FOC 
馬達驅動器等所有項目
建築自動化：運用晶片內建類比與低功耗架構，打造更精
確的建築安全與消防安全系統
工廠自動化：以最小封裝尺寸進行設計，支援 125°C 環境
溫度及可擴充的記憶體選項
電網基礎設施：領先業界的冷啟動時間，適合電路監控應
用，可與 TI 計量前端配對以進行電能計量和監控
照明: 新增對 DALI 通訊協定的支援，以 FreeRTOS 建
構，並運用高達 100,000 個快閃記憶體程式清除週期進行
資料儲存
醫療：利用整合式截波放大器減少健康監控應用的物料清
單
馬達驅動：利用更高的 CPU 效能實作梯形波和 FOC 演算
法，以更快速且更精確的 ADC 處理資料
電力輸送：整合可編程充電與電量計量應用的低側電流感
測

有線通訊：Bridge CAN-FD、LIN、DALI、智慧卡、曼徹
斯特、IrDA、SM-BUS、1 線及其它

運用 MSPM0 MCU 展開您的下一個 MCU 設計，加快速度並以最低成本上市，同時以業界最佳化軟體為基礎，並
以低成本 MCU 製造產能投入最多投資。

MCU 基礎：以最低成本做出更大成效 www.ti.com
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可廣泛擴充
透過針腳對針腳相容性和軟體相容性，發揮硬體和軟體投資的最大效益。從基本、低針腳計數的 32-MHz MCU 到
更多整合式 MSPM0G350x 80-MHz MCU 與 CAN-FD 和最佳類比產品，MSPM0 具備專為各種應用領域最佳化的
功能組合。

M0L110x M0L130x M0G110x M0G150x M0G310x M0G350xM0L134x

32 MHz L-series 80 MHz G-series

12-bit ADC 12-bit ADC

Comparator

2x op-amps

12-bit ADC

Comparator

2x transimpedance

amplifiers

Dual 12-bit ADCs Dual 12-bit ADCs

3x comparators

2x op-amps

12-bit DAC

AES + TRNG

Math accelerator

Dual 12-bit ADCs

3x comparators

2x op-amps

12-bit DAC

AES + TRNG

Math accelerator

Dual 12-bit ADCs

AES + TRNG

Without CAN-FD With CAN-FD

MSPM0 Arm Cortex-M0+ MCUs

M0L1x06 M0L1x06 M0L1x06 M0L1x06 M0L1x06

M0G1x06 M0G1x06 M0G1x06 M0G1x06 M0G1x06

M0G3x06 M0G3x06 M0G3x06 M0G3x06 M0G3x06

SOT-16

4.2 x 3.2 mm

VSSOP-20

4.9 x 5.1 mm

VQFN-24

4.0 x 4.0 mm

VSSOP-28

4.9 x 7.1 mm

VQFN-32

5.0 x 5.0 mm

VQFN-48

7.0 x 7.0 mm

LQFP-48

9.0 x 9.0 mm

LQFP-64

12 x 12 mm

M0G1x07 M0G1x07 M0G1x07 M0G1x07 M0G1x07

M0G3x07 M0G3x07 M0G3x07 M0G3x07 M0G3x07

M0G1x07

M0G150664 KB

128 KB

M0L1x05 M0L1x05 M0L1x05 M0L1xx5 M0L1x05

M0G1505 M0G1505 M0G1505 M0G1505 M0G1505

M0G3x05 M0G3x05 M0G3x05 M0G3x05 M0G3x05

M0G150532 KB

M0G3107

M0G3106

M0G3105

M0L1304 M0L13x4 M0L1304 M0L1304 M0L1304

M0L1303

16 KB

8 KB

Flash

80MHz 80MHz + CAN32MHz

提高運算能力不過時 • 當應用程式需要更高的效能時、可從 32 MHz 擴充至 80 MHz
• 提供除法、平方根、乘積累加和三角函數的加速性能
• 以 80 MHz 從快閃記憶體執行，只有兩個等待狀態，與僅限於兩個等待狀態且僅 64 MHz 的競爭解決方案相比，

運算效能提升了 20% 以上

廣泛的記憶體與封裝
選項
更多資訊

• 首先從 8KB 開始擴展到 128KB 晶片內建快閃記憶體，以及最高 32KB 的單一週期低功耗 SRAM
• MSPM0 G 系列 MCU 採用業界最小 20 針腳引線封裝，實現具 128KB 快閃記憶體的 CAN-FD
• 16 針腳引線 SOT 封裝提供兩倍的針腳數量，PCB 面積是競爭 SOIC-8 MCU 的一半

三種可擴充等級的業
界領先類比技術
更多資訊

• 在基本應用方面，MSPM0 利用快速且準確的 12 位元 SAR ADC 提供簡單、準確的感測，而該 ADC 具備窗型比
較器和硬體均值 (結果可達 14 位元) 等便捷功能

• MSPM0L13xx 系列在 MCU 中新增比較器和業界第一個零漂移、截波穩定型運算放大器，使設計人員能夠在不影
響準確性的情況下省去更多 PCB 零組件

• MSPM0G150x 和 MSPM0G350x 系列提供雙路、同時取樣 SAR ADC、三個快速比較器、兩個零漂移截波穩定型
運算放大器，以及 12 位元電壓 DAC

www.ti.com 可廣泛擴充
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成本最佳化
憑藉 MSPM0 MCU，設計人員可以在不影響性能和靈活性的情況下，在零組件和系統這兩個層級降低成本。
內部製造
更多資訊

• MSPM0 平臺利用 TI 的內部 65 奈米低功耗快閃記憶體製程技術，實現每晶圓晶片數量比競爭產品 MCU 更多的
最低成本 MCU

• 晶圓製造採用 TI 內部晶圓廠與外部晶圓代工廠產量的多方來源，確保永續供應
• 透過高度最佳化的 TI 內部最終組裝與測試設施和技術，達到降低成本之目的

降低封裝與 PCB 成本
更多資訊

• 最佳化矽晶可讓 MCU 使用先前無法使用的更小、更具成本效益的封裝，其中包括小型電晶體 (SOT-23-THN) 和
極小的縮小型封裝 (VSSOP)

• SOT-23-THN 封裝提供比競爭產品的小型積體電路 (SOIC) 封裝一半不到的 PCB 區域兩倍針腳數量，實現更小、

成本更低的 PCB 組件

平價的類比性能
更多資訊

• 藉助業界第一款整合到 MCU 的截波穩定型運算放大器，現在可以透過將類比訊號鏈導入 MCU 來簡化設計，且不
會影響性能

• MSPM0 截波穩定型運算放大器在 -40 至 125ºC 運作範圍內提供 <±0.5 mV 的輸入偏移漂移，大幅減少高增益應
用中的量測誤差；藉由靈活的晶片內建類比互連，可以建立各種類比電路，包括反相/非反相放大器、緩衝器、

PGA (從 1X 到 32X 增益) 以及差動或串接放大器拓撲
• MSPM0G MCU 系列提供具有內部硬體平均值計算功能的雙路、同時取樣 4-MSPS 12 位元 SAR ADC，可為需要

更高精密度監控電壓和電流的應用進行 14 位元 250-ksps 取樣，通常可省去對離散式 ADC 的需求

在低成本微控制器內部製造投資方面領先業界

猶他州李海是德州儀器最新 300 mm 半導體晶圓廠的所在地，以 TI 的 65 奈米快閃記憶體製程支援 MSPM0 量
產，每天可提供超過 275 000 平方英尺的無塵室空間，以及製造數千萬顆晶片的產量。

具最佳成本效益的小型引腳封裝

設計人員採用最佳化的 SOT-23-THN 和 VSSOP 封裝，可在競爭產品解決方案的一半 PCB 區域面積內獲得雙倍
數量的針腳，以節省封裝成本和 PCB 空間。

TI MSPM0 MCUs

SOT (16-pin)

13.4mm
2

Competing MCUs

SOIC (8-pin)

29.4mm
2

成本最佳化 www.ti.com
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使用方便
打造適合成本有限產品的嵌入式系統時，上市時間與裝置成本一樣重要。MSPM0 MCU 獲得全面的開發生態系統
的支援，包括 TI 開發的第三方軟體和工具，讓產品的推出變得輕而易舉。使用 MSPM0 MCU 將構想快速轉化為
產品。

MSPM0 開發生態系統
圖形配置
更多資訊

• TI SysConfig 圖形配置環境可讓 MSPM0 裝置的配置變得簡單，包括：
– 利用即時衝突管理和程式碼產生來傳輸針腳訊號多工
– 使用產生的驅動程式初始化程式碼配置所有 MSPM0 周邊設備模組
– 視覺時鐘系統配置以解決時鐘依存關係

• TI 類比配置器可在 MSPM0 MCU 中快速設定類比訊號鏈，並即時視覺化量測結果

最佳化的軟體開發套
件 (SDK)

• 支援所有具有通用架構的 MSPM0 MCU 全方位統合軟體開發套件
• 支援裸機、周邊設備驅動程式抽象與 RTOS 開發模型
• 業界最佳化的周邊設備驅動程式 (程式碼大小平均為競爭產品的低階驅動程式的三分之一) 即使在小型快閃記憶體

裝置或是效能受限的應用程式中也能使用 MSPM0 驅動程式庫
• 適合各種應用的全方位中介軟體程式庫和工具：

– 馬達控制程式庫 (FOC 架構 BLDC、感測梯形波、有刷 DC 與步進馬達)
– 電能計量及監控程式庫 (包括計量學運算及 ADC 介接)
– 全方位安全診斷程式庫 (IEC 60730 B 類)
– 最佳化安全開機程式庫 (使用最佳化 SHA256 的公開金鑰加密)
– 適用於 LIN、SMBus、DALI、1 線等有線通訊範例

• 適用於 FreeRTOS 即時作業系統的內建支援
• 200 個以上的程式碼範例有助於快速開始使用周邊設備

快速原型設計 • MSPM0 L 系列 32-MHz LaunchPad™ 硬體開發套件 (LP-MSPM0L1306)
• MSPM0 G 系列 80-MHz LaunchPad 硬體開發套件 (LP-MSPM0G3507)

參考設計和子系統 • 適用於電力輸送、電網基礎設施、工廠自動化、醫療、電器等 TI 應用參考設計
• 簡單的 MSPM0 子系統參考涵蓋廣泛的應用實例，包括：ADC+DMA、放大器拓撲、5-V 邏輯介接、PWM LED 

驅動器、PWM DAC、序列協定轉換、系統監控及其它

廣泛的 IDE 與工具支
援

• 由 TI 的 Code Composer Studio (CCS) 整合式開發環境支援
• 提供給 IAR Embedded Workbench (EW) for Arm 和 Keil MDK 環境的完整協力廠商支援
• 由 TI XDS-110、Segger J-Link 和 Elprotronic MSP-Gang 編程工具提供支援
• 主機端架構用於與 MSPM0 開機載入程式 (BSL) 介接，以進行裝置程式設計

完整的訓練課程 • TI MSPM0 Academy 模組提供有關如何在您的應用範圍內充分運用各個 MSPM0 周邊設備的逐步訓練課程
• TI Precision Labs 模組提供微控制器應用與技術的深入訓練課程
• 運用適用於 MSPM0 G 系列和 L 系列的硬體設計指南以充分掌握硬體開發
• 使用適用於 MSPM0 G 系列和 L 系列的低功耗最佳化指南獲取最大的電池續航力
• 透過網路安全功能指南了解 MSPM0 MCU 的網路安全功能

移轉指南 • 透過簡單的移轉指南將應用範圍從 STM32 移轉至 MSPM0

有了 MSPM0 開發生態系統，您即使不是 MCU 專家或類比設計專家也能充分發揮 MCU 的功能。立即開始使用 
LP-MSPM0L1306 LaunchPad 評估套件，探索運用德州儀器的 MSPM0 MCU 可快速進行何種原型設計並建立相
關解決方案的無限可能。

立即造訪 TI.com，線上探索 MSPM0 MCU 產品組合。
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